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１．概要（Summary ）： 
 ３次元 LSI の接合技術として、チップ間やウエハ間

を電気的に接続するマイクロバンプと封止目的とし

て充填されるアンダーフィルを同時に接合・接着する

ハイブリッド接合が注目を集めている。そのハイブリ

ッド接合の 10μm のファインピッチのマイクロバン

プへの適用を目指す。 
相談の結果、この作製では、マイクロバンプの高さ

の均一性がキーとなることが分かり、今後、添加剤を

加えためっき法などでマイクロバンプの作製を検討

する。 
 
２．実験（Experimental）： 
なし。  
  
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 

 
４．その他・特記事項（Others）： 
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